
Основные 
характеристики 
процессора

1.) Бренд производителя (Intel или 
AMD);
Критерии выбора: цена, энергопотребление и охлаждение.



2.) Платформа CPU или тип разъема 
(сокет);

•Определяет срок жизни платформы или потенциал 
возможного развития на будущее.

•Номер сокета, т.е. его модель должен совпадать с номером 
сокета на мат.плате. 







3.) Тактовая частота процессора;
•Самый известный 
параметр оценки 
производительности 
процессора – это 
количество производимых 
операций/вычислений в 
единицу времени 
(измеряется в МГц).

•Определяется частотой 
работы тактового 
генератора (System Clock) 









Процессоры Intel и AMD имеют разные 
частоты, однако в целом процессоры 
нередко показывают одинаковую 
производительность.



4.) Степень интеграции микросхемы CPU 
(чипа) – какое число транзисторов 
умещается в микросхеме











http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/units-
converter/length/13-15/micrometer-nanometer
/





Hyper-threading
•Hyper-threading technology, HTT или HT — технология, разработанная 
компанией Intel для процессоров на микроархитектуре NetBurst. 

•HTT реализует идею «одновременной мультипоточности». 

Суть технологии:

•может хранить состояние сразу двух потоков;

• содержит по одному набору регистров и по одному контроллеру 
прерываний (APIC) на каждый логический процессор.

При определённых рабочих нагрузках использование HTT позволяет 
увеличить производительность процессора.



В процессорах Core i3, Core i7 и некоторых Core i5 при включении технологии 
каждое физическое ядро процессора определяется ОС как два логических 
ядра. 
У AMD такой технологии нет.



5.) Кэш-память;
• Кэш микропроцессора — кэш (сверхоперативная память), используемый микропроцессором 
компьютера для уменьшения среднего времени доступа к компьютерной памяти. Является 
одним из верхних уровней иерархии памяти. Кэш использует небольшую, очень быструю 
память (обычно типа SRAM), которая хранит копии часто используемых данных из основной 
памяти. 

• Когда процессору нужно обратиться в память для чтения или записи данных, он сначала 
проверяет, доступна ли их копия в кэше. В случае успеха проверки (Кэш-попадание / Кэш-
промах) процессор производит операцию используя кэш, что быстрее использования более 
медленной основной памяти.

• Кэш первого уровня (L1) – наиболее быстрый уровень кэш-памяти, который работает напрямую 
с ядром процессора, благодаря этому плотному взаимодействию, данный уровень обладает 
наименьшим временем доступа и работает на частотах близких процессору. Является буфером 
между процессором и кэш-памятью второго уровня.

• Кэш второго уровня (L2) – второй уровень более масштабный, нежели первый, но в результате, 
обладает меньшими «скоростными характеристиками». Соответственно, служит буфером 
между уровнем L1 и L3.

• Кэш третьего уровня (L3) – третий уровень, опять же, более медленный, нежели два 
предыдущих. Но всё равно он гораздо быстрее, нежели оперативная память.

• В целом основная задача разработчиков (в отношении кэша) – это определение его 
оптимальных размеров для выпускаемого процессора. Ведь именно от этого зависит прирост 
производительности в определенных приложениях. Любая кэш-память снабжена системой 
защиты от возможных ошибок (ECC), при обнаружении которых последние автоматически 
исправляются.



6.) Разрядность;
- важнейшая характеристика производительности процессора и 
показывает количество бит, обработанных процессором за один 
такт.

•На текущий момент самый высокий показатель разрядности CPU — 
128, однако на потребительском рынке такие модели крайне мало 
распространены, а вот 32 и 64 бита – самые ходовые.

Разрядность процессора должна поддерживаться ОС, в частности, 
например, Windows 8 способна работать с 128-разрядными ЦП.

В данный момент все процессоры имеют поддержку (x86/x64). 
Разрядности 86 бит не бывает, ибо такой маркировкой («х86») 
обозначаются 32-разрядные процессоры.



7.) Тех.процесс
•В зависимости от разрешающей способности оборудования для 
производства микросхем и кристаллов CPU по методу 
фотолитографии (нанесение на кремниевую подложку 
специальным оборудованием проводников, изоляторов и т.п., 
которые и формируют само ядро процессора) формируется 
определенный тип технологического процесса производства. 

• чем меньше цифра (указывается в нанометрах: 130 нм, 90 нм, 45 нм 
и т.п.), тем меньше размеры структур, которые помещаются на 
подложку. Все это приводит к пониженному энергопотреблению 
процессорных ядер, их большей вычислительной мощности.



8.) Энергопотребление и 
охлаждение;

•Для оценки же тепловыделения была введена величина TDP, 
которая показывает, на отвод какого количества тепла должна 
быть рассчитана система охлаждения, при использовании ее с 
определенной моделью CPU. 

• параметр энергопотребления, за счет тех.процесса и т.п., 
удалось существенно снизить. Так, например, TDP процессоров 
мобильных решений компьютеров составляет всего 40 Вт.



9.) Фирменные технологии.
Дополнительные функции, ускоряющие и расширяющие вычислительные мощности CPU. 
От AMD:
•• 3DNow!, SSE (инструкции) – ускорение работы в мультимедиа вычислениях;
•• AMD64 – работа с 64-битными инструкциями, а также с 32-битными архитектурами;
•• AMD Turbo Core –аналог Intel Turbo Boost (технология компании Intel для автоматического 
увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной);
•• Cool’n’Quiet – снижение энергопотребления за счет уменьшения множителя и 
напряжения на ядре.
От Intel:
•• Hyper-threading (гиперпоточность) – создание для каждого физического ядра по два 
виртуальных(логических), вычислительных;
•• Intel Turbo Boost – повышение частоты ЦП в зависимости от загруженности ядер;
•• Intel Virtualization Technology – запуск нескольких ОС одновременно без потери 
производительности.
•
 


